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标准化

的原则

1995年5月，IPC技术行动执行委员会(TAEC)釆用了该“标准化的原则” 作为IPC致

力标准化的指引原则。

标准应该

• 表达可制造性设计(DFM)与为环

境设计(DFE)的关系

•最小化上市时间

• 使用简单的(简化的)语言

•只涉及技术规范

•聚焦于最终产品的性能

•提供有关应用和问题的反馈系统以利将来改进

标准不应该

•抑制创新

•增加上市时间

•拒人于门外

•增加周期时间

•告诉你如何作某件事

•包含任何禁不住推敲

的数据

特别说明

IPC关于

规范修订 

变更的立 

场声明

为什么要 

付费购买 

本文件？

IPC标准和出版物，通过消除制造商与客户之间的误解，推动产品的可交换性和产品的

改进，协助买家进行选择并以最短的延迟时间获得满足其特殊需要的适当的产品，以 

实现为公众利益服务的宗旨。这些标准和出版物的存在，即不应当有任何考虑排斥IPC 
会员或非会员制造或销售不符合这些标准和出版物要求的产品，也不应当排斥那些 

IPC会员以外无论是国内还是国际的公众自愿釆用。

IPC提供的标准和出版物是推荐性的，不考虑其釆用是否涉及有关文献、材料或工艺

的专利。IPC既不会对任何专利所有者承担任何义务，也不会对任何釆用这些推荐性标

准和出版物的团体承担任何义务。使用者对于一切专利侵权的指控承担全部辩护的责 

任。

使用和执行IPC的出版物完全出于自愿并且成为用户与供应商关系的一部分，这是IPC 
技术行动执行委员会的立场。当某个IPC出版物升级以及修订版面世时，TAEC的意

见是，除非由合同要求，这种新的修订版作为现行版的一部分来使用的关系不是自动 

产生的。TAEC推荐使用最新版本。 1998年10月6日起执行

您购买本标准是在为今后的新标准开发和行业标准升级作贡献。标准让制造商、用 

户、供应商更好地相互理解。标准会帮助制造商建立满足行业规范的工艺，获得更高 

的效率，向用户提供更低的成本。

IPC每年投入数十万美元支持IPC的志愿者在标准和出版物上的开发。草案稿需要多遍

审查，委员会的专家们要花费数百小时进行评审和开发。IPC员工要出席和参加委员

会的活动，打印排版，以及完成所有必要的手续以达到ADSI (美国国家标准学会)认

证要求。

IPC的会费一直保持在低位以使尽可能多的公司加入。因此，有必要用标准和出版物

的收入补偿会费收入。IPC会员可以得到50%的折扣价格。如果贵公司需要购买IPC标

准和出版物，为什么不加入会员得到这个实惠，并同时享有IPC会员的其他好处呢？ 

有关IPC会员的其他信息，请浏览www.ipc.org，或致电001-847-597-2809。

感谢您一直以来的支持。

◎2020版权归伊利诺斯州班诺克本市的IPC所有。依 据 《国际版权公约》及 《泛美版权公约》保留所有权利。任何

未经版权所有者的事先书面同意而对本资料进行的复印扫描或其他复制行为被严格禁止并构成《美国版权法》意义

下的侵权。
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刚性印制板的鉴定及性能规范

If a conflict occurs 
between the English 
and translated versions 
of this document, the 
English version will 
take precedence.

本文件的英文版本与翻 
译版本如存在冲突，以 
英文版本为优先。

本标准由 IP C 刚性印制板委员会（D -30) 刚性印制板性能

规范任务组（D-33a) 开发
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Suite 105N 
Bannockburn, Illinois 
60015-1249 
Tel 847 615.7100 
Fax 847 615.7105

IP C中国
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刖3

本规范旨在提供有关刚性印制板性能规范的详细信息。它取代了 IPC-6012D，是之前版本的修订版。 

包含在其中的信息还对IPC-6011规定的通用要求做了补充。当两个文件共同使用时，应该能够帮助

制造商和客户釆用有关可接受性的统一术语。

IPC标准的制定策略是针对电子封装某一领域提供清晰无疑的文件。因此，系列文件是用来为某一

特定的电子封装主题提供全面完整的信息。系列文件的代码用四位数字表示，末位数字为“ 0”（如

IPC-6010)。

通用信息包含在系列文件的第一个文件中。一个或多个性能文件对通用规范进行补充。每个文件具 

体针对主题的某一方面或所选用的技术。

如在生产印制板前没有收集到有关它的所有信息，可能会导致有关可接受性的冲突。

随着技术的发展，性能规范会不断更新，或者新的技术会增加到系列文件中。IP C诚邀业界同仁共

享技术成果，共同促进行业的发展，鼓励使用标准后面所附的“标准改善填写表”提交标准的修订

意见。
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GWB-2 金属线键合区电镀金（热压焊） (表 3-3)
N 印制板板边连接器镀镍 (表 3-3)
NB 镍层作为铜-锡扩散隔离层 (表 3-3)
OSP 有机可焊性保护层 (表 3-3)
HT OSP 高温OSP (表 3-3)
ENIG 化学镍/浸金 (表 3-3)
ENEPIG 化学镍/ 化学钯/浸金 (表 3-3)
DIG 直接浸金 (表 3-3)
NBEG 镍隔离层/化学金 AABUS
IAg 浸银 (表 3-3)
ISn 浸锡 (表 3-3)
C 裸铜 (表 3-3)
SMOBC 裸铜覆阻焊膜 (3.2.8 节）

SM 非熔融金属覆阻焊膜 (3.2.8 节）

SM-LPI 非熔融金属覆液态感光阻焊膜 (3.2.8 节）

SM-DF 非熔融金属覆干膜阻焊膜 (3.2.8 节）

SM-TM 非熔融金属覆热固阻焊膜 (3.2.8 节）

Y 其他 (3.2.7.11 节）

1 . 4 术语及定义本文中所有术语的定义均应当与IPC-T-50 —致并如下文。

1 .4 .1 背 钻 一种通过从任一板面钻孔到预定深度以去除镀覆孔的一部分来减少任何镀覆孔总长度

的方法，用于信号完整性或电路绝缘（见图1-1)。

图 1-2提供了一个“浅背钻示例，钻穿外层铜并钻入孔壁大约0.05-0.127mm[0.002-0.005 in]以防止

电镀导通孔与放置在背钻孔面正上方或下方的元器件/ 底座短路。

〇

a

〇 IPC-6012E-l-2-cn

图 1 - 1 背钻孔的示例（未按比例）

注 1. 一钻孔直径。

注 2 .背钻孔直径。

注 3 .最近的导电图形与背钻孔之间的距离。 

注 4 . 目 标 层 （例如，一定不能贯穿层）。

注 5 .残 端 长 度 （不包括目标层铜的厚度）。 

注 6 .背钻深度

图 1 - 2 浅背钻示例

注 1. 一钻孔直径。

注 2 .背钻孔直径。

注 3 .背钻深度。

4
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1 .4 .2 残 端 （镀覆孔） 从目标层到背钻末端的孔壁电镀的最大剩余长度。

1 .4 .3 高密度互连（H D I )印制板单面或两面每平方厘米平均有2 0个电气连接设计（每平方英寸有

130个电气连接）。这些设计通常有导通孔（<  0.15mm [0.006in])、导体宽度和间距<  100|um [0.004in]、
SM T焊盘导通孔、和 / 或微导通孔用于在薄介质厚度上（见 1.4.4节）。

1 .4 .4 微导通孔按照图1-3测量时，最大厚径比

为 1:1，终止在或穿过目标连接盘的，从其捕获连

接盘箔到目标连接盘的距离（X ) 不超过0.25mm 
[0.00984in]的盲孔结构（电镀态的）。

1 .4 .5 设 计 数 据 提供给印制板制造商的数据，

可能包括有关于最终产品性能、产品最终使用环 

境、产品结构、材料、元器件和工艺的机械信息、

电气设计信息和要求。

1 . 5 对 “应当” 的 说 明 “应 当 是动词的祈使

态，用在本文件的任何地方都表示强制性的要求。

如有足够数据判定是例外情况，则可以考虑与“应 

当 要求的偏离。为了帮读者清晰辨认，“应当 

用加黑字体表示。

图1 - 3 微导通孔定义

注1.捕获连接盘。

注2 .目标连接盘。

注3. X /Y =微导通孔镀层宽厚径比，X ^  0.25mm[0.0 
0984m ]以及厚径比^  l : l o

“应 该 和 “可用来表述非强制性的要求。“将用于表述目的性的声明。

为了更清楚地图示所讨论的瑕疵特性，所用的照片和/ 或示意图，往往有些夸张。文字说明与示例之

间并非总是对应的；很难找到与验收准则总是相一致的很多案例。当本标准中的照片或示意图与文 

字说明不一致时，以文字描述为优先，并应当遵循文字说明的规定。

1 . 6 单位表示本规范中的所有尺寸、公差单位均以公制（M etric )表示，在括号中注明其相应的英

制 （In c h )尺寸。建议本规范的使用者使用公制单位。所有大于等于1.0mm[0.0394in]的尺寸将以毫

米和英寸表示。所有小于1.0mm[0.0394in]的尺寸将以微米和微英寸表示。

1 . 7 设计数据保护设计数据是组织或业务实体拥有的财产。印制板制造商或其代理人知道或保管

设计数据时，应当按照釆购文件规定加以保护。

尽管釆购文件未指明，印制板制造商也应当制定保护设计数据的内部政策和程序。

3.10.14节定义了可选协议。

1 . 8 版本更新本规范通过灰色阴影标示出了最新版本修订变化的相关章节。对于图或表的修订， 

只用灰色阴影标示图的名称或表头。

5
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标准改善填写表
此表的目的在于让这标准的 欢迎个人或集体对ipc提交 

有关工业使用者向IPC技术 建议.我们将会收集所有的 

委员会提供建议. 建议并上交给相应的委员会,

1 . 我想对以下提出更改建议：

—— 要求，章节数

———那种测试方法_________ ，章节数__________

以上章节数被证明为：

———不清楚 —不适用 有误®

… 其他

2 . 具体的更改建议:

IPC-6012E CN
如果您能提供改善建议，请填好下表并

递至：
IPC
3000 Lakeside Drive, Suite 105N 
Bannockburn, IL 60015-1249

传真：847 615.7105

电子由P件：answers@ipc. org

3 . 对于标准的其他改进建议:

提交人:

姓名 电话

公司 电子邮件

地址

城市屑家. 日期
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